
CADENCE QRC EXTRACTION 

Cadence® QRC Extractionは今日の複雑なLSIチップデザインをより速く、正確に実現

し、検証を行うための3Dフルチップ寄生成分抽出ツールです。

Encounter®やVirtuoso® platformとのシームレスな統合により、タイミングクロージャを短期

間に完了でき、高い品質を実現するための解析を迅速に行うことができます。

CADENCE QRC EXTRACTION 
先端デバイスにおけるカスタムブロック開発においてはCadence QRC

Extractionは90nm以下のデザインの実現と検証の統合的な抽出ツール

です。すべての領域のナノメータスケールデザイン、つまりRF、アナログ、ミッ

クスシグナル、カスタムデジタルやセルに対応します。これら先端的な機能に

はRLCK抽出、高度なプロセスモデリング、マルチコーナーおよび統計的

抽出、分散処理、ネットリスト縮退、基板寄生成分抽出、統合されたfield

solver、および階層抽出があります。（図1参照）

CADENCE QRC EXTRACTION PRODUCT FAMILY
Cadence QRC Extraction製 品ファミリは Encounterと Virtuoso

platformの両方に対応しており、正確な寄生成分抽出が可能です。高い

精度の寄生成分抽出により、トータルのデザインサイクルタイムを短縮させ、

複雑なSoCデザインチップの品質を顕著に高めることができます。Cadence

QRC Extractionは、EncounterとVirtuoso platformに対応し、L、

XL、およびGXLの各パッケージとして提供します。それぞれセルレベルお

よびトランジスタレベル抽出の両方が可能です。

BENEFITS
●基板寄生成分を含んだ高精度なフルチップ抽出が再設計（respin）の

リスクを減少させます。

●すべてのデバイス（ASIC, RF, custom digital, and high-speed

analog/mixed-signal designs）設計において高精度で統一されたセッ

トアップで使用できるため、ROIを増加させることができます。

●EncounterとVirtuoso platformと統合することによって、デザインサイ

クルを短縮できます。

●Virtuoso UltraSim Full-chip Simulator, VoltageStorm® power

analysis, CeltIC® NDC（Nanometer Delay Calculation）などの解析技

術との統合によって、タイミングの収束を促進させることができます。

●リソ、CMPプロセス等の影響、プロセスばらつき、複雑な積層配線等の

先端プロセスについて対応することができます。

●すでに先端のファウンドリメーカー、IDMのウェハプロセスモデルにて検

証されています。
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図1 Key Components of Cadence QRC Extraction
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FEATURES
CELL-LEVEL EXTRACTION

Cadence QRC Extractionの先端的なセルベース3D技術は、短時間

でフルチップデザインの抽出を可能にし、大規模なナノメータデザインのサイ

ンオフのための充分な性能と精度を持っています。

正確なカップリング容量抽出は、90nm以下のデザインにおけるクロストーク

解析およびパワー解析のために不可欠なものです。Encounter platform

との統合により、Cadence QRC Extractionはタイミング、シグナルインテグ

リティ解析、およびパワー検証に対してシームレスなソリューションを提供し

ます。また、Encounter platform（図２参照）との統合により、設計者はイン

クリメンタルな抽出をすることによって設計TATを劇的に減少させることが

できると共に、タイミングとノイズ最適化のために正確な抽出データを用いる

ことで、タイミングクロージャを短時間で行うことができます。

Encounter向けのケイデンスQRC Extraction製品ファミリのL、XL、

GXLから、適切なものを選択いただけます。（表1 参照）

TRANSISTOR-LEVEL EXTRACTION

Virtuoso platformの中のデバイス分析機能の重要な機能である、ケイ

デンスQRC Extractionはチップ性能と歩留まりを最適化するための重

要な寄生成分情報を提供します。ケイデンスQRC Extractionは特許取

得済みのアルゴリズムと独自の抽出技術を基に配線の寄生成分を抽出し、

Virtuoso platformでのレイアウトの設計、キャラクタライズ、最適化のために

それらの情報を提供します。シームレスなVirtuoso platformへの統合

は、寄生成分抽出、backannotation、cross-probing、再シミュレーション

や解析を一つの設計環境内で行うことを可能とし、設計生産性を向上す

ることができます。

Cadence QRC Extractionはすべてのプロセスノードにおけるデバイス

（RF, アナログ,ミックスシグナル,カスタムIC, メモリ）についてトランジスタレベ

ルで正確な電気抵抗（R）と容量（C）の寄生抽出を行います。また、粗密な

レイアウトにおける回路シミュレーション、解析のための高精度な寄生情報

も提供します。Cadence QRC ExtractionはケイデンスのLVS検証技術

（Assura® LVS, ケイデンス Physical Verification System）と連係し、

また、ケイデンスシミュレーション技術（Virtuoso Spectre® Circuit

Simulator, Virtuoso Spectre RF Simulation Option, and Virtuoso

UltraSim Full-chip Simulator）等と同様にMentor Graphics社の

Calibreともインターフェースします。（図3参照）

Virtuoso platform向けのケイデンスQRC Extraction製品ファミリのL、

XL、GXLから、適切なものを選択いただけます。（表２参照）
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MULTI-CORNER EXTRACTION

130nm以下の技術におけるデザインでは、nominalなコーナー抽出といく

らか補足されたマージンでは正確に寄生の影響を予測することはできませ

ん。例えば、signal integrityの問題は高温の状態で発生しますが、設

計者はマルチコーナーでの抽出を行わなければならず、コーナーの数は、

設計ノードが小さくなるにつれ、多くなってきます。ケイデンスQRC

Extractionは同時にマルチ コーナー抽出を実行し、全体的なランタイム

を短縮できます。

DISTRIBUTED PROCESSING

ケイデンスQRC Extractionは分散処理により効率的に数百万ゲートサイ

ズのチップの抽出を実行することができます。それは抽出タスクを複数の独

立したタスクに分け、複数のCPU、ないしはマシンに振り分けます。分散処

理により抽出ランタイムを短縮することができ、特にサインオフでは有効です。

ADVANCED SUBSTRATE MODELING CAPABILITY

RF設計者は高精度な寄生インダクタンス抽出を必要としており、また各デザ

インに対する基板の寄生成分の影響がどの程度のものであるか評価をし

なければなりません。基板ノイズカップリングは、周波数が高くなればなるほ

ど、また、集積度が上がるほど、設計ノードが進むほど、電源電圧が下が

るほど問題になってきます。図4は基板モデルの一例としてp-subとn-well

の影響を含んだ抽出結果の事例を示します。

Cadence QRC Extractionは基板の抵抗と容量を考慮し、RFデバイス

の精度の高いシミュレーションと分析を行うことができます。設計者は基板

ノイズのwhat-if analysisが実行できます。（図5参照）

ADVANCED CMP MODELING SUPPORT

Cadence QRC Extractioは、CMPモデルをサポートしています。（図6参

照）。配線層のシステマティックな厚さばらつきをフルチップで精度良く予測

します。ケイデンスQRC Extraction GXLは、厚さばらつきの予測結果を用

い、より精度の高い寄生容量、抵抗の推定を行い、より正確なタイミング解

析、およびシミュレーション結果を得ることができます。製造部門は、より高

い歩留まりを得るために製造プロセス条件を最適化していますが、sub-

65nmを対象とするデバイス設計者は正確にCMP効果を予測することに

よって、より正確なタイミング解析とシミュレーションをすることができます。
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